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(57)【要約】
【課題】コストを抑えた表示装置およびその製造方法、
並びに電子機器を提供する。
【解決手段】表示領域内に、第１電極と第２電極との間
に有機層を含む複数の発光素子を有する第１基板と、前
記発光素子を間にして前記第１基板に対向する第２基板
と、前記第２基板のうち、前記表示領域の外側に設けら
れた第１周辺電極と、前記第２基板に設けられると共に
、前記第１周辺電極に電気的に接続された第１配線と、
前記第１配線と前記発光素子とを電気的に接続する第１
接続部とを備えた表示装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域内に、第１電極と第２電極との間に有機層を含む複数の発光素子を有する第１
基板と、
　前記発光素子を間にして前記第１基板に対向する第２基板と、
　前記第２基板のうち、前記表示領域の外側に設けられた第１周辺電極と、
　前記第２基板に設けられると共に、前記第１周辺電極に電気的に接続された第１配線と
、
　前記第１配線と前記発光素子とを電気的に接続する第１接続部と
　を備えた表示装置。
【請求項２】
　前記第２電極は、前記有機層と前記第２基板との間に前記複数の発光素子に共通して設
けられると共に、前記第１接続部に電気的に接続されている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　更に、
　前記第２基板の、前記表示領域の外側に設けられた第２周辺電極と、
　前記第２基板に設けられると共に、前記第２周辺電極に電気的に接続された第２配線と
、
　前記第２配線と前記発光素子とを電気的に接続する第２接続部とを有する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第２周辺電極は、前記発光素子に駆動信号を伝達する制御部に電気的に接続され、
　前記第１電極は、前記有機層と前記第１基板との間に各々の発光素子毎に設けられると
共に、前記第２接続部に電気的に接続されている
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第２接続部は、前記第１基板の表示領域の外側に設けられた導体と、前記導体と前
記第２配線との間の異方性導電膜とを含む
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１電極は、前記第１基板に設けられたＴＦＴを介して前記第２接続部に電気的に
接続されている
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記有機層のうちの少なくとも一層は、前記複数の発光素子に共通して設けられている
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記有機層は発光層を含み、
　前記発光層のうちの少なくとも一層が前記複数の発光素子に共通して設けられている
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記発光層からの光は、前記第２基板側から取り出される
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記第１接続部は、隣り合う前記発光素子の間の非発光領域に設けられている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記第１接続部は導電性ピラーにより構成されている
　請求項１に記載の表示装置。
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【請求項１２】
　前記第１接続部は導電性ボールにより構成されている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記第１接続部は前記第２電極と第２基板との間の導電性樹脂により構成されている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記第２基板は互いに異なる波長の光を透過する複数のカラーフィルタを有し、
　前記第１接続部では、前記複数のカラーフィルタにより形成された凸部により前記第１
配線と前記発光素子とが電気的に接続されている
　請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１５】
　隣り合う前記発光素子の間に絶縁膜を有すると共に、前記絶縁膜上には前記第２電極が
延在し、
　前記第１接続部では、前記第２電極を間にして前記絶縁膜と前記第１配線とが接してい
る
　請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１６】
　表示装置を備え、
　前記表示装置は、
　表示領域内に、第１電極と第２電極との間に有機層を含む複数の発光素子を有する第１
基板と、
　前記発光素子を間にして前記第１基板に対向する第２基板と、
　前記第２基板のうち、前記表示領域の外側に設けられた第１周辺電極と、
　前記第２基板に設けられると共に、前記第１周辺電極に電気的に接続された第１配線と
、
　前記第１配線と前記発光素子とを電気的に接続する第１接続部とを含む
　電子機器。
【請求項１７】
　第１基板上の表示領域に、第１電極と第２電極との間に有機層を含む複数の発光素子を
形成し、
　第２基板に、第１配線と前記表示領域の外側に設けられると共に前記第１配線に電気的
に接続された第１周辺電極とを形成し、
　前記発光素子を間にして前記第１基板に前記第２基板を対向させ、前記第１配線と前記
発光素子とを第１接続部により電気的に接続する
　表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記第１基板の表示領域の外側に第２周辺電極を形成した後、前記第２周辺電極を保護
膜で覆い、
　前記発光素子を形成した後、前記保護膜を除去し、前記第２周辺電極を前記発光素子に
信号を伝達する制御部に電気的に接続する
　請求項１７に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記第１基板の表示領域の外側に導体を形成した後、前記導体を保護膜で覆い、
　前記発光素子を形成した後、前記保護膜を除去し、
　前記第２基板の表示領域の外側に第２周辺電極を形成し、
　前記導体を、前記第２周辺電極を介して前記発光素子に信号を伝達する制御部に電気的
に接続する
　請求項１７に記載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本技術は、有機ＥＬ（Electroluminescence）素子等の発光素子を有する表示装置およ
びその製造方法、並びに電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットパネルディスプレイの一つとして、有機ＥＬ（Electroluminescence）
素子等を用いたディスプレイが注目されている（例えば、特許文献１～３）。このような
自発光型のディスプレイは、視野角が広く、消費電力が低いという特性を有している。ま
た、有機ＥＬ素子は高精細度の高速ビデオ信号に対しても十分な応答性を有するものと考
えられており、実用化に向けて開発が進められている。このようなディスプレイは、主に
能動駆動型（ＡＭ：Active Matrix）であり、各画素は例えば薄膜トランジスタ（ＴＦＴ
：Thin Film Transistor）を用いて制御される。
【０００３】
　ところで、カラー表示の自発光型ディスプレイは、主に以下の２つの方法で製造される
。１つ目は、赤色、緑色および青色の各色を発光する素子の有機層を画素毎に塗り分ける
方法である。色純度向上のために、各画素にカラーフィルタを配置してもよい。２つ目は
、全ての発光素子に共通の有機層を形成する方法である。この方法で製造したディスプレ
ィでは、発光素子が放出する白色光を、画素毎に設けた赤色、緑色および青色の各色カラ
ーフィルタを透過させて取り出すようになっている。共通の有機層として、例えば赤色、
緑色および青色の発光層を積層してもよく、黄色および青色の発光層を積層するようにし
てもよい。この方法は、有機層の塗り分けが不要となるため、上記１つ目の方法に比べて
簡便である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１９５００８号公報
【特許文献２】特開２０１１－１０３２０５号公報
【特許文献３】特許４３３３３３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、自発光型のディスプレイでは、簡便さに加えて、より低いコストでの製
造が望まれている。
【０００６】
　本技術はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、より低コスト化の可能な
表示装置およびその製造方法、並びにその表示装置を備えた電子機器を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本技術の表示装置の製造方法は、第１基板上の表示領域に、第１電極と第２電極との間
に有機層を含む複数の発光素子を形成し、第２基板に、第１配線と表示領域の外側に設け
られると共に第１配線に電気的に接続された第１周辺電極とを形成し、発光素子を間にし
て第１基板に第２基板を対向させ、第１配線と発光素子とを第１接続部により電気的に接
続するものである。
【０００８】
　本技術の表示装置の製造方法では、第２基板に第１周辺電極が形成されるので、発光素
子を形成する際のマスクの使用枚数を減らすことが可能となる。第１周辺電極は、第１配
線および第１接続部を介して、例えば発光素子の第２電極に電気的に接続される。
【０００９】
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　本技術による表示装置は、上記本技術の表示装置の製造方法を用いて製造したものであ
り、表示領域内に、第１電極と第２電極との間に有機層を含む複数の発光素子を有する第
１基板と、発光素子を間にして第１基板に対向する第２基板と、第２基板のうち、表示領
域の外側に設けられた第１周辺電極と、第２基板に設けられると共に、第１周辺電極に電
気的に接続された第１配線と、第１配線と発光素子とを電気的に接続する第１接続部とを
備えたものである。
【００１０】
　本技術の電子機器は、上記表示装置を備えたものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本技術の表示装置およびその製造方法、並びに電子機器によれば、第２基板に第１周辺
電極を設けるようにしたので、発光素子を形成する際に必要なマスクの数を減らすことが
できる。よって、マスクの使用によるランニングコストの増加などを抑えることができ、
低コストでの製造が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本技術の第１の実施の形態に係る表示装置の構成を表す断面図である。
【図２】図１に示した表示装置の全体構成を表す図である。
【図３】図２に示した画素駆動回路の一例を表す図である。
【図４】図１に示した封止パネルの表示領域の構成を表す平面図である。
【図５】図１に示した素子パネルの全体の平面構成を表す平面図である。
【図６】図１に示した封止パネルの全体の平面構成を表す平面図である。
【図７】図５に示した素子パネルと図６に示した封止パネルとを重ねた状態を表す平面図
である。
【図８Ａ】図１に示した素子パネルの製造工程を表す断面図である。
【図８Ｂ】図８Ａに続く工程を表す断面図である。
【図８Ｃ】図８Ｂに続く工程を表す断面図である。
【図８Ｄ】図８Ｃに続く工程を表す断面図である。
【図９】比較例に係る表示装置の構成を表す断面図である。
【図１０】図９に示した素子パネルの構成を表す平面図である。
【図１１】図９に示した封止パネルの構成を表す平面図である。
【図１２】図１１に示した封止パネルの表示領域の構成を表す平面図である。
【図１３】図１１に示した封止パネルの表示領域の外側の構成を表す平面図である。
【図１４】図１０に示した素子パネルと図１１に示した封止パネルとを重ねた状態を表す
平面図である。
【図１５】図９に示した表示装置の製造工程を表す断面図である。
【図１６】図１５に示したマスクの構成を表す平面図である。
【図１７】図１５に続く工程を表す断面図である。
【図１８】図１７に示したマスクの構成を表す平面図である。
【図１９】塗り分け型の発光層を有する表示装置の構成を表す断面図である。
【図２０Ａ】図１に示した封止パネルの製造工程を表す断面図である。
【図２０Ｂ】図２０Ａに続く工程を表す断面図である。
【図２１Ａ】図８Ｄに示した素子パネルと図２０Ｂに示した封止パネルとを合わせる工程
の一例を表す断面図である。
【図２１Ｂ】図２１Ａに続く工程を表す断面図である。
【図２１Ｃ】図２１Ｂに続く工程を表す断面図である。
【図２２】図２１Ｃに続く工程を表す断面図である。
【図２３】変形例１に係る表示装置の構成を表す断面図である。
【図２４】変形例２に係る表示装置の構成を表す断面図である。
【図２５】変形例３に係る表示装置の構成を表す断面図である。
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【図２６】変形例４に係る表示装置の構成を表す断面図である。
【図２７】本技術の第２の実施の形態に係る表示装置の構成を表す断面図である。
【図２８】図２７に示した封止パネルの構成を表す平面図である。
【図２９】図２７に示した素子パネルの構成を表す平面図である。
【図３０】図２７に示した表示装置の製造工程を表す断面図である。
【図３１】図２８に示した封止パネルと図２９に示した素子パネルとを重ねた状態を表す
平面図である。
【図３２】本技術の第３の実施の形態に係る表示装置の構成を表す断面図である。
【図３３】図３２に示した表示装置の他の例を表す断面図である。
【図３４】図１等に示した表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である。
【図３５Ａ】適用例１の外観を表す斜視図である。
【図３５Ｂ】適用例１の外観の他の例を表す斜視図である。
【図３６】適用例２の表側から見た外観を表す斜視図である。
【図３７】適用例３の外観を表す斜視図である。
【図３８Ａ】適用例４の表側から見た外観を表す斜視図である。
【図３８Ｂ】適用例４の裏側から見た外観を表す斜視図である。
【図３９】適用例５の外観を表す斜視図である。
【図４０】適用例６の外観を表す斜視図である。
【図４１Ａ】適用例７の閉じた状態を表す図である。
【図４１Ｂ】適用例７の開いた状態を表す図である。
【図４２】図１等に示した有機層の他の例を表す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本技術の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。
１．第１の実施の形態（第２基板に第１周辺電極を有する表示装置：トップエミッション
型）
２．変形例１（第１接続部が導電性ボールにより構成される例）
３．変形例２（第１接続部が導電性樹脂により構成される例）
４．変形例３（第１接続部がカラーフィルタの凸部により構成される例）
５．変形例４（第１接続部が絶縁膜の凸部により構成される例）
６．第２の実施の形態（第２基板に第１周辺電極および第２周辺電極を有する表示装置）
７．第３の実施の形態（ボトムエミッション型の表示装置）
【００１４】
＜第１の実施の形態＞
［表示装置の全体構成］
　図１は、本技術の第１の実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置（表示装置１）の断面構成
を表したものである。この表示装置１は素子パネル１０と封止パネル２０とを有し、封止
パネル２０側に光取り出し方向を有する、所謂トップエミッション型の表示装置である。
素子パネル１０と封止パネル２０との間には充填樹脂３０Ａが設けられている。素子パネ
ル１０は、素子基板１１（第１基板）上に赤色の光を発生する有機発光素子１０Ｒ、緑色
の光を発生する有機発光素子１０Ｇおよび青色の光を発生する有機発光素子１０Ｂを有す
るものであり、これら有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂと素子基板１１との間にはＴ
ＦＴ１２および平坦化層１３が設けられている。有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは
保護層１９に覆われている。封止パネル２０は、素子基板１１と対向する封止基板２１（
第２基板）を有しており、封止基板２１の素子基板１１との対向面には、封止基板２１側
から遮光層２２、カラーフィルタ２３、オーバーコート層２４、補助配線２５およびピラ
ー２６（第１接続部）がこの順に設けられている。表示装置１では、このピラー２６を介
して封止パネル２０の補助配線２５（第１配線）と素子パネル１０の有機発光素子１０Ｒ
，１０Ｇ，１０Ｂとが電気的に接続されている。
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【００１５】
　図２は、表示装置１の全体構成を表すものである。表示装置１は、中央部に有機発光素
子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂがマトリクス状に二次元配置された表示領域１１０を有してい
る。表示領域１１０の周辺には、例えば映像表示用のドライバである信号線駆動回路１２
０、走査線駆動回路１３０および電源供給線駆動回路１４０が設けられている。
【００１６】
　表示領域１１０には、複数の有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂと共に、それらを駆
動するための画素駆動回路１５０が形成されている。画素駆動回路１５０において、列方
向（Ｙ方向）には複数の信号線１２０Ａ（１２０Ａ１，１２０Ａ２，・・・，１２０Ａｍ
，・・・）が配置され、行方向（Ｘ方向）には複数の走査線１３０Ａ（１３０Ａ１，・・
・，１３０Ａｎ，・・・）および複数の電源供給線１４０Ａ（１４０Ａ１，・・・，１４
０Ａｎ，・・・）が配置されている。信号線１２０Ａと走査線１３０Ａとの交差点に、有
機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂが設けられている。信号線１２０Ａはその両端が信号
線駆動回路１２０に接続され、走査線１３０Ａはその両端が走査線駆動回路１３０に接続
され、電源供給線１４０Ａはその両端が電源供給線駆動回路１４０に接続されている。
【００１７】
　信号線駆動回路１２０は、信号供給源（図示せず）から供給される輝度情報に応じた映
像信号の信号電圧を、信号線１２０Ａを介して選択された有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，
１０Ｂに供給するものである。走査線駆動回路１３０は、入力されるクロックパルスに同
期してスタートパルスを順にシフト（転送）するシフトレジスタなどによって構成されて
いる。走査線駆動回路１３０は、各有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂへの映像信号の
書き込みに際し行単位でそれらを走査し、各走査線１３０Ａに走査信号を順次供給するも
のである。信号線１２０Ａには信号線駆動回路１２０からの信号電圧が、走査線１３０Ａ
には走査線駆動回路１３０からの走査信号がそれぞれ供給されるようになっている。
【００１８】
　電源供給線駆動回路１４０は、入力されるクロックパルスに同期してスタートパルスを
順にシフト（転送）するシフトレジスタなどによって構成されている。電源供給線駆動回
路１４０は、走査線駆動回路１３０による行単位の走査と同期して、各電源供給線１４０
Ａに対し、各々の両端から、互いに異なる第１電位および第２電位のいずれかを適宜供給
する。これにより、後述するトランジスタＴｒ１の導通状態または非導通状態の選択が行
われる。
【００１９】
　図３に、画素駆動回路１５０の一構成例を表す。画素駆動回路１５０は、トランジスタ
Ｔｒ１およびトランジスタＴｒ２と、キャパシタ（保持容量）Ｃｓと、有機発光素子１０
Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂとを有するアクティブ型の駆動回路である。有機発光素子１０Ｒ，１
０Ｇ，１０Ｂは、電源供給線１４０Ａおよび共通電源供給線（ＧＮＤ）の間においてトラ
ンジスタＴｒ１と直列に接続されている。トランジスタＴｒ１およびトランジスタＴｒ２
は、逆スタガ構造（いわゆるボトムゲート型）であってもスタガ構造（トップゲート型）
であってもよい。
【００２０】
　トランジスタＴｒ２は、例えばドレイン電極が信号線１２０Ａと接続されており、信号
線駆動回路１２０からの映像信号が供給されるようになっている。また、トランジスタＴ
ｒ２のゲート電極は走査線１３０Ａと接続されており、走査線駆動回路１３０からの走査
信号が供給されるようになっている。さらに、トランジスタＴｒ２のソース電極は、駆動
トランジスタＴｒ１のゲート電極と接続されている。
【００２１】
　トランジスタＴｒ１は、例えばドレイン電極が電源供給線１４０Ａと接続されており、
電源供給線駆動回路１４０による第１電位または第２電位のいずれかに設定される。トラ
ンジスタＴｒ１のソース電極は、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂと接続されている
。
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【００２２】
　保持容量Ｃｓは、トランジスタＴｒ１のゲート電極（トランジスタＴｒ２のソース電極
）と、トランジスタＴｒ１のソース電極との間に形成されるものである。
【００２３】
[表示装置の要部構成]
　次に、再び図１を参照して、素子パネル１０および封止パネル２０の詳細な構成につい
て説明する。
【００２４】
　素子基板１１は、その一主面側に有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂが配列形成され
る支持体である。素子基板１１には、例えが高歪点ガラス、ソーダガラス（Ｎａ2Ｏ・Ｃ
ａＯ・ＳｉＯ2）、硼珪酸ガラス（Ｎａ2Ｏ・Ｂ2Ｏ3・ＳｉＯ2）、フォルステライト（２
ＭｇＯ・ＳｉＯ2）および鉛ガラス（Ｎａ2Ｏ・ＰｂＯ・ＳｉＯ2）等のガラス基板、石英
基板あるいはシリコン基板を用いることができる。このようなガラス基板、石英基板およ
びシリコン基板の表面に絶縁膜を設けて素子基板１１を構成するようにしてもよい。素子
基板１１には、金属箔もしくは樹脂製のフィルムやシートなどを用いることも可能である
。樹脂の材質としては、例えば、ポリメチルメタクリレート（ポリメタクリル酸メチル，
ＰＭＭＡ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリビニルフェノール（ＰＶＰ）、ポリ
エーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）およびポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）などの有機ポリマーが挙げら
れる。素子基板１１に可撓性材料を用いるようにしてもよい。トップエミッション型では
封止基板２１側から光が取り出されるため、素子基板１１は、透過性材料または非透過性
材料のいずれにより形成されていてもよい。封止基板２１には素子基板１１と同じ材料を
用いるようにしてもよく、あるいは、異なる材料を用いるようにしてもよい。
【００２５】
　ＴＦＴ１２は、例えば、上記トランジスタＴｒ１，Ｔｒ２のいずれかに対応するトラン
ジスタであり、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの能動素子として機能するものであ
る。例えば、ＴＦＴ１２のソース・ドレイン電極は、酸化シリコン等からなる層間絶縁膜
１２Ａを介して配線１２Ｂに電気的に接続されている。ＴＦＴ１２が例えばトランジスタ
Ｔｒ２であるとき、配線１２Ｂは信号線１２０Ａに接続され、ＴＦＴ１２が例えばトラン
ジスタＴｒ１であるとき、配線１２Ｂは平坦化層１３の接続孔１３Ａを介して有機発光素
子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ（後述の第１電極１４）に接続される。層間絶縁膜１２Ａには
、例えば、ポリイミド等の有機材料、あるいは酸化シリコン（ＳｉＯ2）、窒化シリコン
（ＳｉＮ）などの無機材料を用いることができる。例えばＢＰＳＧ（Boro-phospho silic
ate glass）、ＰＳＧ、ＢＳＧ、ＡｓＳＧ、ＳｉＯＮ、ＳＯＧ（Spin on glass）、低融点
ガラスおよびガラスペースト等のＳｉＯ2系材料を層間絶縁膜１２Ａに用いるようにして
もよい。配線１２Ｂは、例えばアルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウム―銅（Ｃｕ）合
金等により構成されている。
【００２６】
　平坦化層１３は、ＴＦＴ１２が形成された素子基板１１の表面を平坦化するためのもの
であり、配線１２Ｂと下部電極１２とを接続するための微細な接続孔１３Ａが形成される
ためパターン精度が良い材料により構成されていることが好ましい。吸水率の低い材料を
平坦化層１３に用いると、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの水分による劣化を防ぐ
ことができる。平坦化層１３には、例えば、ポリイミド等の有機材料を用いることができ
る。平坦化層１３に、青色光またはＵＶ光を遮光する機能を加えることで、ＴＦＴ１２の
劣化を抑えることも可能となる。
【００２７】
　有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは、素子基板１１（平坦化層１３）側から、第１
電極１４、発光層を含む有機層１６、高抵抗層１７および第２電極１８をこの順に有する
ものである。隣り合う有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの間には絶縁膜１５が配置さ
れている。有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは、どのように配置されていてもよく、
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けられている。
【００２８】
　第１電極１４は各有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ毎に設けられており、複数の第
１電極１４が平坦化層１３上に互いに離間して配置されている。この第１電極１４は陽極
としての機能および反射層としての機能を備えたものであり、反射率が高く、かつ、正孔
注入性も高い材料により構成されていることが望ましい。このような第１電極１４として
は、例えば、積層方向の厚み（以下、単に厚みと言う）が０．１μｍ以上１μｍ以下であ
り、クロム（Ｃｒ），金（Ａｕ），白金（Ｐｔ），ニッケル（Ｎｉ），銅（Ｃｕ），モリ
ブデン（Ｍｏ），タングステン（Ｗ），チタン（Ｔｉ），タンタル（Ｔａ），アルミニウ
ム（Ａｌ），鉄（Ｆｅ）あるいは銀（Ａｇ）などの金属元素の単体または合金が挙げられ
る。第１電極１４は、このような金属膜を積層して構成するようにしてもよい。銀に０．
３重量％～１重量％のパラジウム（Ｐｄ）と０．３重量％～１重量％の銅とを含有させた
Ａｇ―Ｐｄ―Ｃｕ合金あるいはＡｌ―ネオジム（Ｎｄ）合金を第１電極１４に用いるよう
にしてもよい。第１電極１４には仕事関数の高い材料を用いることが好ましいが、アルミ
ニウムおよびアルミニウム合金等の仕事関数の小さい金属であっても、適切な有機層１６
（特に、後述の正孔注入層）を選択することにより、第１電極１４として用いることが可
能となる。
【００２９】
　第１電極１４の表面（第２電極１８との対向面）から側面は、絶縁膜１５で覆われてお
り、この絶縁膜１５には有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの発光領域（後述の図４の
発光領域１０ＲＥ，１０ＧＥ，１０ＢＥ）を規定するための開口が設けられている。絶縁
膜１５は、発光領域を正確に所望の形状に制御すると共に、第１電極１４と第２電極１８
との間の絶縁性を確保する役割を担っている。絶縁膜１５には例えば、ポリイミド等の有
機材料または酸化シリコン（ＳｉＯ2），窒化シリコン（ＳｉＮｘ）および酸窒化シリコ
ン（ＳｉＯＮ）等の無機材料を用いることができる。絶縁膜１５の厚みは例えば５０ｎｍ
～２５００ｎｍである。
【００３０】
　有機層１６は、例えば、全ての有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに共通して設けら
れ、第１電極１４側から、正孔注入層，正孔輸送層，発光層，電子輸送層および電子注入
層（いずれも図示せず）をこの順に有している。正孔輸送層，発光層および電子輸送層に
より有機層１６を構成するようにしてもよく、このとき、発光層が電子輸送層を兼ねるよ
うにしてもよい。このような一連の積層構造（所謂タンデムユニット）が接続層を介して
複数重なり、有機層１６を構成していてもよい。例えば、赤色、緑色および青色の色毎に
タンデムユニットを有し、これらを積層して有機層１６を構成するようにしてもよい。
【００３１】
　正孔注入層は、正孔注入効率を高めるためのものであると共に、リークを防止するため
のバッファ層である。正孔注入層は、例えば、厚みが１ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり、
化１または化２に示したヘキサアザトリフェニレン誘導体により構成されている。
【００３２】
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【化１】

（化１において、Ｒ１～Ｒ６それぞれ独立に、水素、ハロゲン、ヒドロキシル基、アミノ
基、アルールアミノ基、炭素数２０以下の置換あるいは無置換のカルボニル基、炭素数２
０以下の置換あるいは無置換のカルボニルエステル基、炭素数２０以下の置換あるいは無
置換のアルキル基、炭素数２０以下の置換あるいは無置換のアルケニル基、炭素数２０以
下の置換あるいは無置換のアルコキシル基、炭素数３０以下の置換あるいは無置換のアリ
ール基、炭素数３０以下の置換あるいは無置換の複素環基、ニトリル基、シアノ基、ニト
ロ基、またはシリル基から選ばれる置換基であり、隣接するＲｍ（ｍ＝１～６）は環状構
造を通じて互いに結合してもよい。また、Ｘ１～Ｘ６はそれぞれ独立に炭素もしくは窒素
原子である。）
【００３３】

【化２】

【００３４】
　正孔輸送層は、発光層への正孔輸送効率を高めるためのものである。正孔輸送層は、例
えば、厚みが４０ｎｍ程度であり、４，４′，４″－トリス（３－メチルフェニルフェニ
ルアミノ）トリフェニルアミン（ｍ－ＭＴＤＡＴＡ）またはα－ナフチルフェニルジアミ
ン（αＮＰＤ）により構成されている。
【００３５】
　発光層は例えば白色発光用の発光層であり、第１電極１４と第２電極１８との間に例え
ば赤色発光層、緑色発光層および青色発光層（いずれも図示せず）の積層体を有している
。赤色発光層，緑色発光層および青色発光層は、電界をかけることにより、第１電極１４
から正孔注入層および正孔輸送層を介して注入された正孔の一部と、第２電極１８から電
子注入層および電子輸送層を介して注入された電子の一部とが再結合して、それぞれ赤色
，緑色および青色の光を発生させるものである。
【００３６】
　赤色発光層は、例えば、赤色発光材料，正孔輸送性材料，電子輸送性材料および両電荷
輸送性材料のうち少なくとも１種を含んでいる。赤色発光材料は、蛍光性のものでも燐光
性のものでもよい。赤色発光層は、例えば、厚みが５ｎｍ程度であり、４，４－ビス（２
，２－ジフェニルビニン）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）に２，６－ビス［（４’－メトキシ
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ジフェニルアミノ）スチリル］－１，５－ジシアノナフタレン（ＢＳＮ）を３０重量％混
合したものにより構成されている。
【００３７】
　緑色発光層は、例えば、緑色発光材料，正孔輸送性材料，電子輸送性材料および両電荷
輸送性材料のうち少なくとも１種を含んでいる。緑色発光材料は、蛍光性のものでも燐光
性のものでもよい。緑色発光層は、例えば、厚みが１０ｎｍ程度であり、ＤＰＶＢｉにク
マリン６を５重量％混合したものにより構成されている。
【００３８】
　青色発光層は、例えば、青色発光材料，正孔輸送性材料，電子輸送性材料および両電荷
輸送性材料のうち少なくとも１種を含んでいる。青色発光材料は、蛍光性のものでも燐光
性のものでもよい。青色発光層は、例えば、厚みが３０ｎｍ程度であり、ＤＰＶＢｉに４
，４’－ビス［２－｛４－（Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ）フェニル｝ビニル］ビフェニル
（ＤＰＡＶＢｉ）を２．５重量％混合したものにより構成されている。
【００３９】
　電子輸送層は、発光層への電子輸送効率を高めるためのものであり、例えば厚みが２０
ｎｍ程度の８－ヒドロキシキノリンアルミニウム（Ａｌｑ３）により構成されている。電
子注入層は、発光層への電子注入効率を高めるためのものであり、例えば厚みが０．３ｎ
ｍ程度のＬｉＦあるいはＬｉ2Ｏ等により構成されている。
【００４０】
　高抵抗層１７は、第１電極１４と第２電極１８との間の短絡の発生を防止するためのも
のであり、全ての有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに共通して設けられている。高抵
抗層１７は、第１電極１４および第２電極１８よりも電気抵抗が高く、電荷の輸送機能あ
るいは電荷の注入機能を備えている。第１電極１４上にパーティクル（異物）や突起物が
存在したまま、有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを形成した場合、第１電極１４およ
び第２電極１９が接してしまい、短絡が生じる虞がある。高抵抗層１７により、このよう
な第１電極１４と第２電極１９との接触を防ぐことができる。
【００４１】
　高抵抗層１７は、例えば、電気抵抗率が１×１０6Ω・ｍ以上１×１０8Ω・ｍ以下の材
料により構成されていることが好ましい。この範囲内であれば、十分に短絡の発生を防止
し、かつ、駆動電圧を低く抑えることができるためである。高抵抗層１７は、例えば、酸
化ニオブ（Ｎｂ2Ｏ5），酸化チタン（ＴｉＯ2），酸化モリブデン（ＭｏＯ2，ＭｏＯ3）
，酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5），酸化ハフニウム（ＨｆＯ），酸化マグネシウム（ＭｇＯ）
，ＩＧＺＯ（ＩｎＧａＺｎＯx），酸化ニオブと酸化チタンとの混合物，酸化チタンと酸
化亜鉛（ＺｎＯ）との混合物，酸化ケイ素（ＳｉＯ2）と酸化錫（ＳｎＯ2）との混合物ま
たは酸化亜鉛に酸化マグネシウム、酸化ケイ素あるいは酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）の
うちから少なくとも１つを混合した混合物により構成されている。これらの材料を適宜組
み合わせて高抵抗層１７を構成するようにしてもよい。有機層１６および第２電極１８の
屈折率に近い値、例えば屈折率１．７以上の高抵抗層１７を用いることが好ましく、１．
９以上であることがより好ましい。これにより、有機層１６の発光層の外部量子効率が向
上する。高抵抗層１７の厚みは、例えば１００ｎｍ～１０００ｎｍ程度である。
【００４２】
　第２電極１８は、有機層１６を間にして第１電極１４と対をなし、例えば電子注入層の
上に全ての有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに共通して設けられている。第２電極１
８は、光透過性の透明材料からなり、例えば、アルミニウム（Ａｌ），マグネシウム（Ｍ
ｇ），銀（Ａｇ），カルシウム（Ｃａ）またはナトリウム（Ｎａ）の合金により構成され
ている。中でも、マグネシウムと銀との合金（Ｍｇ－Ａｇ合金）は、薄膜での導電性と吸
収の小ささとを兼ね備えているので好ましい。Ｍｇ－Ａｇ合金におけるマグネシウムと銀
との比率は特に限定されないが、膜厚比でＭｇ：Ａｇ＝２０：１～１：１の範囲であるこ
とが望ましい。また、第２電極１８の材料には、アルミニウム（Ａｌ）とリチウム（Ｌｉ
）との合金（Ａｌ－Ｌｉ合金）を用いるようにしてもよく、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ
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），酸化亜鉛（ＺｎＯ），アルミナドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ），ガリウムドープ酸化亜鉛
（ＧＺＯ），インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ），インジウムチタン酸化物（ＩＴｉＯ）ま
たはインジウムタングステン酸化物（ＩＷＯ）等を用いてもよい。詳細は後述するが、表
示装置１には補助配線２５が設けられているので、第２電極１８を薄膜化することが可能
であり、第２電極１８の厚みは、例えば１０～５００ｎｍ程度である。第２電極１８およ
び高抵抗層１７は、有機層１６への水分の侵入を防ぐ機能も有している。
【００４３】
　保護層１９は、有機層１６への水分の侵入を防ぐためのものであり、第２電極１８を覆
うように素子基板１１の全面に設けられている。この保護層１９は、例えば、ＩＺＯ等の
光透過性の導電材料により構成されている。保護層１９には、有機層１６で発生した光を
例えば８０％以上透過する材料を用いることが好ましい。
【００４４】
　素子パネル１０と封止パネル２０との間には、充填樹脂３０Ａおよび封止樹脂３０Ｂ（
後述の図２１Ａ）が設けられている。充填樹脂３０Ａは、有機層１６への水分の侵入を防
ぐと共に、表示装置１の機械的強度を高めるためのものであり、少なくとも表示領域１１
０を覆うように設けられている。この充填樹脂３０Ａの光透過率は８０％程度、厚みは３
μｍ～２０μｍ、中でも５μｍ～１５μｍであることが好ましい。充填樹脂３０Ａの厚み
が２０μｍよりも大きいと、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂとカラーフィルタ２３
との間の距離が長くなり、素子基板１１に対して斜め方向の輝度が正面方向の輝度に比べ
て低くなる虞がある。また、混色が発生して色度が低下することにより、視野角が狭くな
る虞もある。一方、充填樹脂３０Ａの厚みが３μｍよりも小さいと、素子パネル１０と封
止パネル２０とを貼り合わせる際に異物を挟み込んでしまった場合に、この異物が有機発
光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに接触しやすい。異物により有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ
，１０Ｂに圧力がかかり、画素抜けなどの滅点が生じる虞がある。
【００４５】
　封止樹脂３０Ｂは、素子パネル１０と封止パネル２０とを接着するためのものであり、
充填樹脂３０Ａを囲むように設けられている。この封止樹脂３０Ｂは、外部から表示領域
１１０への水分の侵入を防ぐ役割も担っている。この封止樹脂３０Ｂにより、素子パネル
１０と封止パネル２０との間の距離を規定することが可能である。例えば、樹脂材料に所
望の粒径の粒子を混合して封止樹脂３０Ｂを構成することにより、素子パネル１０と封止
パネル２０との間の距離を粒径の大きさと略同じ大きさに調整することができる。この粒
子の粒径は例えば３μｍ～２０μｍ、中でも５μｍ～１５μｍであることが好ましい。
【００４６】
　封止パネル２０の遮光層２２は、所謂ブラックマトリクス（ＢＭ）であり、有機発光素
子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの配置に合わせて、例えばマトリクス状にパターニングされて
いる（図４）。この遮光層２２の開口から有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂで発生し
た光が取り出されるようになっている。遮光層２２は、カーボンブラックにより構成する
ことが好ましい。遮光性と導電性を兼ねた材料、クロムおよびグラファイト等を遮光層２
２に用いるようにしてもよい。あるいは、薄膜の干渉を利用した薄膜フィルタにより遮光
層２２を構成するようにしてもよい。この薄膜フィルタは、例えば、金属、金属窒化物ま
たは金属酸化物等の薄膜を１層以上積層することにより、薄膜の干渉を生じさせて光を減
衰させるものである。このような薄膜フィルタとしては、例えば、封止基板２１側から、
窒化シリコン（ＳｉＮ）６５ｎｍ、アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）２０ｎｍおよびモ
リブデン（Ｍｏ）５０ｎｍ以上をこの順に積層させたもの、あるいは、封止基板２１側か
ら、酸化モリブデン（ＭｏＯx）４５ｎｍ、モリブデン１０ｎｍ、酸化モリブデン４０ｎ
ｍおよびモリブデン（Ｍｏ）５０ｎｍ以上をこの順に積層させたもの等を挙げることがで
きる。
【００４７】
　カラーフィルタ２３は、例えば、赤色フィルタ２３Ｒ、緑色フィルタ２３Ｇおよび青色
フィルタ２３Ｂを含み、これらが遮光層２２および有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ
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のパターン毎に配色されている。遮光層２２に重なる位置にカラーフィルタ２３が設けら
れていてもよい。赤色フィルタ２３Ｒ、緑色フィルタ２３Ｇおよび青色フィルタ２３Ｂは
、例えば顔料または染料を混入した樹脂により構成されている。この顔料または染料の種
類を適宜選択することにより、赤色フィルタ２３Ｒ、緑色フィルタ２３Ｇおよび青色フィ
ルタ２３Ｂではそれぞれ、赤色、緑色または青色それぞれの波長域の光透過率が高くなる
ように調整されている。赤色、緑色および青色の目的とする波長域以外では、カラーフィ
ルタ２３の光透過率は低くなっている。カラーフィルタ２３の厚みは例えば、１～４μｍ
である。カラーフィルタ２３は、封止基板２１のどちら側の面（素子基板１１との対向面
あるいはその反対側の面）に設けられてもよいが、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ
の側に設けられることが好ましい。カラーフィルタ２３が表面に露出せず、保護層１９（
または接着層）により保護することができるからである。また、有機層１６とカラーフィ
ルタ２３との間の距離が狭くなることにより、有機層１６から出射した光が隣接する他の
色のカラーフィルタに入射して混色を生じることを避けることができるからである。
【００４８】
　カラーフィルタ２３の表面（素子基板１１との対向面）はオーバーコート層２４に覆わ
れている。オーバーコート層２４は、カラーフィルタ２３表面の平坦性を高め、保護する
ためのコーティング剤であり、例えば樹脂等の有機材料やＳｉＯ，ＳｉＮあるいはＩＴＯ
などの無機材料により構成されている。
【００４９】
　補助配線２５は、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの第２電極１８と後述の第１周
辺電極２５Ａとを電気的に接続するものである。この補助配線２５は、導電性が高く、か
つ、空気中で酸化しにくい材料により構成されていることが好ましい。具体的には、補助
配線２５の構成材料として、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）、銅（Ｃｕ
）、クロム（Ｃｒ）、亜鉛（Ｚｎ）、鉄（Ｆｅ）、タングステン（Ｗ）およびコバルト（
Ｃｏ）等が挙げられる。アルミニウムは比較的酸化しやすいので、表面をモリブデン（Ｍ
ｏ）またはチタン（Ｔｉ）等で被覆して補助配線２５を構成することが好ましい。このよ
うな補助配線２５を設けることにより、所謂ＩＲドロップの発生を抑えることが可能とな
る。以下、これについて説明する。
【００５０】
　トップエミッション型の表示装置では、光透過性の導電膜を第２電極に使用するが、光
透過性の導電膜は抵抗率が高いので、給電点から各画素（各有機発光素子）までの距離に
応じた配線抵抗の増加率が大きい。また、第２電極の厚みは薄い方が好ましいので、第２
電極の抵抗は更に高くなる。このため、画素と給電点との距離が長くなると、有機発光素
子に印加される実効電圧が著しく降下し、輝度も大きく低下する。第２電極１８と第２電
極１８の給電点との間の電流バイパスとして機能する補助配線２５を設けることにより、
このようなＩＲドロップの発生を、抑えることができる。表示領域１１０内の補助配線２
５は、図４に示したように、例えば遮光層２２に重なるようにマトリクス状に設けられて
いる。導電性の遮光層２２を用いて、遮光層２２が補助配線２５を兼ねるようにしてもよ
い。マトリクス状の補助配線２５に代えて、封止基板２１の全面に透明導電膜を設け、こ
れを補助配線２５として用いることも可能である。補助配線２５の構成材料、厚みおよび
幅等はパネルサイズ等に応じて適宜調整すればよい。
【００５１】
　ピラー２６は、第２電極１８への給電点となるものであり、第２電極１８と補助配線２
５とを電気的に接続している。このピラー２６は、隣り合う有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ
，１０Ｂの間の領域（非発光領域）に配置され、例えば補助配線２５および第２電極１８
に接している。一の有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに対応させて、一のピラー２６
を設けるようにしてもよいが、複数の有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに対して、一
つのピラー２６を設けるようにしてもよい。
【００５２】
　ピラー２６は、封止パネル２０側から例えば、３μｍ～２０μｍ、好ましくは５μｍ～
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１５μｍ程度突出して第２電極１８に接していればよく、このピラー２６の大きさにより
、素子パネル１０と封止パネル２０との間の距離を規定することも可能である。弾性を有
し、変形可能なピラー２６を用い、素子パネル１０の第２電極１８と封止パネル２０の補
助配線２５とを確実に接続させることが好ましい。形成したピラー２６の大きさにばらつ
きがあると、封止パネル２０を素子パネル１０に貼り合わせていく際に、大きなピラー２
６から順に素子パネル１０の第２電極１８に接していくことになる。弾性かつ変形可能な
ピラー２６は、この大きさのばらつきを吸収することが可能であり、最も小さなピラー２
６までも第２電極１８に確実に接触させることができる。また、大きなピラー２６に加わ
る圧力を吸収して、その損傷も防ぐことができる。ピラー２６に加えて、遮光層２２と補
助配線２４との間のカラーフィルタ２３の厚みにより、素子パネル１０と封止パネル２０
との間の距離を調整することも可能である。隣接する赤色フィルタ２３Ｒ，緑色フィルタ
２３Ｇ，青色フィルタ２３Ｂの互いの端部を重ねることで、この距離を調整するようにし
てもよい。
【００５３】
　ピラー２６の形状はどのようなものであってもよく、例えば直方体、円柱あるいはテー
パ状に成形されている。このようなピラー２６は、例えば、アクリル樹脂、エポキシ樹脂
およびポリイミド樹脂等の樹脂材料に導電性微粒子を混合したものにより構成されている
。成形した絶縁性樹脂の表面にＩＴＯおよびＩＺＯ等の透明導電膜を設けてピラー２６を
構成するようにしてもよく、上記補助配線２５の構成材料で成形した絶縁性樹脂を被覆す
るようにしてもよい。
【００５４】
　表示装置１は、表示領域１１０の外側に第１周辺電極２５Ａおよび第２周辺電極１２Ｃ
を有している。第１周辺電極２５Ａは封止パネル２０側に、第２周辺電極１２Ｃは素子パ
ネル１０側にそれぞれ設けられている。
【００５５】
　図５に示したように、第２周辺電極１２Ｃは例えば素子パネル１０の周縁２辺に設けら
れている。この第２周辺電極１２Ｃは、各々の有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの第
１電極１４にＴＦＴ１２を通じて駆動信号を送るための接合パッド電極であり、例えば、
ドライバＩＣが実装された配線基板（図示せず）に電気的に接続されている。
【００５６】
　第１周辺電極２５Ａは、図６に示したように、表示領域１１０を囲む配線２５Ｂを介し
て補助配線２５に電気的に接続されている。即ち、第１周辺電極２５Ａは有機発光素子１
０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの第２電極１８に電気的に接続されている。本実施の形態では、こ
の第１周辺電極２５Ａが上述のように、封止パネル２０に設けられている。詳細は後述す
るが、これにより表示装置１の製造工程で使用するマスクの枚数を減らすことが可能とな
り、低コストでの製造が可能となる。第１周辺電極２５Ａは、例えば、共通電源供給線（
ＧＮＤ）に電気的に接続されたパッド電極であり、封止パネル２０の周縁２辺に渡り設け
られている（図６）。封止基板２１と第１周辺電極２５Ａとの間には、オーバーコート層
２４が設けられていてもよく、オーバーコート層２４に加えて遮光層２２が設けられてい
てもよい。
【００５７】
　図７に示したように、素子パネル１０のうち第２周辺電極１２Ｃが設けられた部分は封
止パネル２０（封止基板２１）と、封止パネル２０のうち第１周辺電極２５Ａが設けられ
た部分は素子パネル１０（素子基板１１）と、互いに重ならないように配置される。
【００５８】
[表示装置の製造方法]
　このような表示装置１は、例えば素子パネル１０および封止パネル２０を形成した後、
これらを貼り合わせて製造する。以下、素子パネル１０の形成工程（図８Ａ～図８Ｄ）、
封止パネル２０の形成工程（図２０Ａ，図２０Ｂ）およびこれらの貼り合わせ工程（図２
１Ａ～図２１Ｃ）の順に説明する。
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【００５９】
[素子パネル１０の製造方法]
　まず、素子基板１１上にＴＦＴ１２、層間絶縁膜１２Ａ、配線１２Ｂ、第２周辺電極１
２Ｃおよび平坦化層１３を形成する。平坦化層１３は例えば、ＣＶＤ（Chemical Vapor D
eposition）法、塗布法、スパッタリング法および各種印刷法等により形成することがで
きる。平坦化層１３には接続孔１３Ａを設けておく。
【００６０】
　次いで、平坦化層１３上に導電膜を例えばスパッタ法により成膜した後、これをフォト
リソグラフィ工程を用いてパターニングし、第１電極１４を形成する。続いて、第１電極
１４上および平坦化層１３上に例えばプラズマＣＶＤ法により例えば窒化シリコン膜を成
膜した後、この窒化シリコン膜に開口を設けて絶縁膜１５を形成する（図８Ａ）。
【００６１】
　続いて、第２周辺電極１２Ｃを覆う保護膜３１を形成する（図８Ｂ）。この保護膜３１
は、以降の工程で有機層１６および第２電極１８の材料が第２周辺電極１２Ｃに付着する
のを防ぐためのものであり、保護膜３１として例えばテープ等の使い捨て材料を用いるよ
うにしてもよい。このような使い捨ての保護膜３１を使用することにより、コストを抑え
ることが可能となる。保護膜３１を樹脂材料により構成して、有機層１６および第２電極
１８の形成後に有機溶媒で除去するようにしてもよい。保護膜３１の除去は、例えば、削
り取るなどの物理的な方法で行うことも可能である。
【００６２】
　保護膜３１を設けた後、例えば真空蒸着法等の物理的気相成長法（PVD法:Physical Vap
or Deposition）により発光層を含む有機層１６、高抵抗層１７および第２電極１８を素
子基板１１の全面に形成する（図８Ｃ、図８Ｄ）。有機層１６、高抵抗層１７および第２
電極１８は、スクリーン印刷法およびインクジェット印刷法等の印刷法、レーザ転写法あ
るいは塗布法等により形成するようにしてもよい。レーザ転写法は、転写用基板上に形成
されたレーザ吸収層と有機層１６との積層構造にレーザを照射し、有機層１６を素子基板
１１に転写する方法である。保護膜３１を設けずに、第２周辺電極１２Ｃをエリアマスク
（図示せず）で覆った後に、有機層１６、高抵抗層１７および第２電極１８を形成するよ
うにしてもよいが、保護膜３１を用いることにより、よりコストを抑えることができる。
第２電極１８を設けた後、例えば真空蒸着法により保護層１９を形成する。成膜粒子のエ
ネルギーが小さく、下層に及ぼす影響を抑えることができるので、真空蒸着法による保護
層１９の形成が好ましい。同様に、下層に及ぼす影響が小さいＣＶＤ法により保護層１９
を形成するようにしてもよい。第２電極１８を大気に暴露させることなく、保護層１９を
形成して、大気中の水分や酸素による有機層１６の劣化を防ぐことが好ましい。また、保
護層１９の成膜温度を常温に設定することにより、有機層１６の劣化による輝度の低下を
防ぐことができる。負荷されるストレスが最小になる条件で、保護層１９を成膜すること
により、保護層１９の膜はがれを防ぐことができる。上記の工程により、素子パネル１０
が完成する。
【００６３】
　本実施の形態では、第１周辺電極２５Ａが封止パネル２０に設けられているので、この
ような有機層１６、高抵抗層１７および第２電極１３の形成工程で使用するマスクの枚数
を減らすことが可能となる。以下、これについて説明する。
【００６４】
　図９は、比較例に係る表示装置（表示装置１００）の断面構成を表したものである。こ
の表示装置１００では、図１０に示したように、素子パネル１０に第２周辺電極１２Ｃと
共に、補助配線２５が電気的に接続された第１周辺電極１２５Ａが設けられている。素子
パネル１０の表示領域１１０は第１周辺電極１２５Ａに電気的に接続された配線１２５Ｂ
が囲んでいる。一方、封止パネル２０は、図１１に示したように、表示領域１１０の外側
に周辺電極を有していない。封止パネル２０の表示領域１１０内には、図１２に示したよ
うに、例えばマトリクス状の補助配線２５が設けられている。この補助配線２５は、表示
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領域１１０の外側でピラー１２６により素子パネル１０の第１周辺電極１２５Ａ（配線１
２５Ｂ）に電気的に接続されている（図９、図１３）。図１４に示したように、素子パネ
ル１０の第１周辺電極１２５Ａおよび第２周辺電極１２Ｃが露出するように、素子パネル
１０に封止パネル２０が貼り合わせられている。
【００６５】
　このような表示装置１００は、以下のようにして製造する。まず、上記表示装置１と同
様にして、素子基板１１上にＴＦＴ１２、層間絶縁膜１２Ａ、配線１２Ｂ、第２周辺電極
１２Ｃ、平坦化層１３、第１電極１４および絶縁膜１５を形成する。このとき、表示装置
１００では、素子基板１１上に第１周辺電極１２５Ａも形成しておく。
【００６６】
　次いで、図１５および図１６に示したように、素子基板１１のうち、第１周辺電極１２
５Ａ、配線１２５Ｂおよび第２周辺電極１２Ｃが設けられた領域をエリアマスク（マスク
１３１Ａ）で覆った後、有機層１６および高抵抗層１７を形成する。第１周辺電極１２５
Ａ、配線１２５Ｂおよび第２周辺電極１２Ｃが高抵抗の有機層１６の構成材料に接すると
、消費電力が例えば約１．５倍～２倍程度に増加する。このため、マスク１３１Ａを使用
して、第１周辺電極１２５Ａおよび第２周辺電極１２Ｃ上への有機層１６の成膜を防止す
ることが必要となる。
【００６７】
　有機層１６を設けた後、マスク１３１Ａに代えて、素子基板１１の上方にマスク１３２
Ａを設ける（図１７、図１８）。このマスク１３２Ａは、配線１２５Ｂを露出させ、かつ
、第２周辺電極１２Ｃを覆うように成形されたエリアマスクである。第２周辺電極１２Ｃ
が、第２電極１８を介して第１周辺電極１２５Ａ（配線１２５Ｂ）と導通すると、有機発
光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの駆動を制御できなくなる。従って、第２周辺電極１２Ｃ
上への第２電極１８の成膜を防ぐためのマスク１３２Ａが必要となる。マスク１３２Ａを
設けた後、第２電極１８を成膜して、第２電極１８と第１周辺電極１２５Ａ（配線１２５
Ｂ）とを電気的に接続させる。このように表示装置１００では、有機層１６、高抵抗層１
７および第２電極１８を形成する工程で少なくとも２種類のエリアマスク（マスク１３１
Ａおよびマスク１３２Ａ）が必要である。有機層１６と高抵抗層１７とをそれぞれ別のエ
リアマスクで形成することもある。
【００６８】
　表示装置１００では、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ毎にそれぞれ有機層１６Ｒ
，１６Ｇ，１６Ｂを塗り分けた表示装置（表示装置２００）と比較すると、その製造工程
が簡便になっているとも考えられる。図１９にこの表示装置２００の断面構成を示す。表
示装置２００では、例えば、低分子量の有機材料を高熱で昇華させる蒸着法により、有機
層１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂを形成する。このとき、所望の有機発光素子１０Ｒ（または有
機発光素子１０Ｇ，１０Ｂ）以外の素子領域にはエリアマスクが設けられる。このエリア
マスクは、例えば厚み１０μｍ～１００μｍの金属膜に開口が設けられたものであり、こ
の開口は、例えば、エッチングまたは電鋳により形成されている。大型、かつ、高精細な
表示装置２００では、このようなエリアマスクの撓みや、マスクの大きさの誤差が問題と
なる虞がある。また、精細なエリアマスクの形成は困難であり、更に、エリアマスクと素
子基板１１との位置合わせも難しくなる。表示装置２００も、表示装置１００と同様に、
有機層１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂを設けた後、素子基板１１の全面に第２電極１８を成膜す
る。表示装置２００では、有機層１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂを形成する際にエリアマスクを
用いるので、第２電極１８に電気的に接続するための補助配線１８Ａを素子パネル１０に
設けることができる。この補助配線１８Ａは、例えば有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０
Ｂ毎に、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂと隣り合う位置に設けられ、素子基板１１
の周縁の第１周辺電極（図示せず）に電気的に接続されている。
【００６９】
　このような表示装置１００，２００の製造工程では、エリアマスクあるいはエリアマス
クが複数必要であり、マスクの使用枚数が増加するほど製造コストが増加する。マスクに
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は寿命があり、例えば、メタルマスクの寿命は１０μｍ～２０μｍである（マスクに１０
μｍ～２０μｍの厚みの各種成膜材料が積もった時点で交換が必要となる）。表示装置は
、例えば有機層の発光層を０．２μｍ～０．３μｍ、第２電極となる透明導電膜を０．１
μｍ～１μｍ程度の厚みでそれぞれ成膜して製造する。発光層は、外部からの酸素や水分
の侵入によりその特性が劣化しやすいので、保護のため、有機層全体として１μｍ以上の
厚みが必要となる。従って、表示装置１０台～１００台を製造する度にマスクの交換が必
要となる。このようにマスクを頻繁に交換することにより、ランニングコストがかさみ、
また、製造に要する時間も増加する。
【００７０】
　これに対し、表示装置１では、有機層１６および第２電極１８を形成する素子基板１１
とは別の基板（封止基板２１）に第１周辺電極２５Ａが設けられている。これにより、有
機層１６および第２電極１８の成膜時に第１周辺電極２５Ａを覆うエリアマスク（図１５
、図１６のマスク１３１Ａ）が不要となる。よって、マスクの使用枚数を減らし、製造コ
ストを抑えることが可能となる。
【００７１】
　また、表示装置１００，２００では、一枚のマスクが繰り返し何度も使用されるので、
マスク上の堆積物が素子基板１１上に落ち、表示不良が発生する虞がある。更に、マスク
と素子基板１１とは成膜材料の回り込みを防止するために、互いに近づけて、あるいは接
するように配置される。これにより、マスク自体が有機発光素子を損傷させる虞もある。
【００７２】
　加えて、表示装置１００では、表示領域１１０の外側に、素子基板１１とマスク１３１
Ａ，１３２Ａとの位置合わせの誤差を考慮したマージン領域が必要となる。このマージン
領域は、マスク１３１Ａ，１３２Ａと素子基板１１との間隙から、成膜材料が侵入してく
る、所謂回り込み現象の発生も考慮して確保する。表示装置１００では、このようなマー
ジン領域が必要となるため、表示領域１１０の外側の額縁領域が大きくなりやすい。即ち
、基板１１内の有効画素（表示領域１１０）の割合が減り、額縁が広くなる。表示装置１
００の素子パネル１０には、表示領域１１０の外側に周辺電極（第１周辺電極１２５Ａお
よび第２周辺電極１２Ｃ）が設けられている。このため、マスク１３１Ａ，１３２Ａに代
えて、除去可能な保護膜（例えば、図８Ｂの保護膜３１）を使用すると、除去の際に使用
する薬液等により表示領域１１０内の有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを劣化させる
虞がある。物理的に保護膜を除去する場合にも、これにより有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ
，１０Ｂが大気に曝され、劣化する虞がある。
【００７３】
　これに対し、表示装置１では、素子基板１１上の周辺電極（第２周辺電極１２Ｃ）が一
つであるので、有機層１６および第２電極１８の成膜時に、エリアマスクに代えて、除去
可能な保護膜３１で第２周辺電極１２Ｃを覆うことが可能となる。従って、表示装置１で
は、有機層１６および第２電極１８の成膜時にマスクが不要となり、マスクの使用による
表示不良や、額縁領域の拡大を防ぐことができる。このような表示装置１は、より狭い額
縁が望まれているタブレット端末やモバイル機器等の分野への応用にも好適である。
【００７４】
[封止パネル２０の製造方法]
　表示装置１の封止パネル２０は、例えば以下のようにして形成する（図２０Ａ，図２０
Ｂ）。まず、封止基板２１の全面に遮光層２２の構成材料を成膜した後、これを例えばフ
ォトリソグラフィ工程を用いてマトリクス状にパターニングする。次いで、この遮光層２
２を設けた封止基板２１上に赤色フィルタ２３Ｒ、緑色フィルタ２３Ｇおよび青色フィル
タ２３Ｂを順次パターニングして形成する。続いて、封止基板２１の全面にオーバーコー
ト層２４を成膜し、オーバーコート層２４上に補助配線２５および第１周辺電極２５Ａを
形成する（図２０Ａ）。
【００７５】
　補助配線２５を設けた後、図２０Ｂに示したように、この補助配線２５と電気的に接続
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させてピラー２６を形成する。ピラー２６は、液晶ディスプレイなどでフォトスペーサー
として用いられている技術を転用して形成すればよい。具体的には、まず、例えばアクリ
ル樹脂等を封止基板２１上に塗布した後、フォトリソグラフィ工程を用いてこれを所望の
形状に成型する。この後、成形した樹脂上を含む封止基板２１の全面に例えばスパッタ法
によりＩＴＯを成膜することにより、ピラー２６が形成される。以上の工程により、封止
パネル２０が完成する。
【００７６】
[素子パネル１０および封止パネル２０の貼り合わせ工程]
　上記のようにして形成した素子パネル１０と封止パネル２０とは、例えば図２１Ａ～図
２１Ｃに示したように、ＯＤＦ（One Drop Fill）工程を用いて貼り合わせる（図２２）
。具体的には、真空チャンバ内に一対の上プレート４１Ａおよび下プレート４１Ｂを準備
し、これら上プレート４１Ａおよび下プレート４１Ｂの対向面にそれぞれ、封止パネル２
０、素子パネル１０を固定する。次いで、下プレート４１Ｂ上の素子パネル１０の周縁部
を封止樹脂３０Ｂで囲み、この封止樹脂３０Ｂで囲まれた領域内に、充填樹脂３０Ａを滴
下する（図２１Ａ）。このとき、複数の充填樹脂３０Ａの液滴を等間隔に配置する。続い
て、真空チャンバ内で素子パネル１０と封止パネル２０とを貼り合わせた後（図２１Ｂ）
、チャンバ内を窒素（Ｎ2）雰囲気にして、素子パネル１０と封止パネル２０とに圧力を
かける。これにより、素子パネル１０と封止パネル２０との間に充填樹脂３０Ａを隙間な
く設けることができる（図２１Ｃ）。
【００７７】
　素子パネル１０と封止パネル２０とを貼り合わせた後（図２２）、保護膜３１を除去す
ると共に、封止パネル２０の第１周辺電極２５Ａ、素子パネル１０の第２周辺電極１２Ｃ
がそれぞれ、素子基板１１、封止基板２１から露出するように、素子基板１１、封止基板
２１を切断する（図７）。以上の工程により、図１に示した表示装置１が完成する。
【００７８】
[表示装置の動作]
　この表示装置１では、各有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに、各色の映像信号に応
じた駆動電流が印加されると、第１電極１４および第２電極１８を通じて、有機層１６に
電子および正孔が注入される。これらの電子および正孔は、有機層１６に含まれる発光層
においてそれぞれ再結合され、発光を生じる。この光は、第２電極１８，カラーフィルタ
２３および封止基板２１を透過して取り出される。このようにして、表示装置１では、例
えばＲ，Ｇ，Ｂのフルカラーの映像表示がなされる。また、この映像表示動作の際に容量
素子Ｃｓの一端に、映像信号に対応する電位が印加されることにより、容量素子Ｃｓには
、映像信号に対応する電荷が蓄積される。
【００７９】
　発光後の余剰の電流は、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの第２電極１８から、ピ
ラー２６および補助配線２５を介して、封止パネル２０側の第１周辺電極２５Ａに流れる
ようになっている。第１周辺電極２５Ａは、例えば、共通電源供給線（ＧＮＤ）に電気的
に接続されている（図３）。
【００８０】
　一方、表示装置１００（図９）では、第１周辺電極１２５Ａが素子パネル１０側に設け
られている。このため、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの第２電極１８から、ピラ
ー２６を介して封止パネル２０の補助配線２５に流れた電流は、表示領域１１０の外側の
ピラー１２６を介して再び素子パネル１０側に戻り、第１周辺電極１２５Ａに到達する。
【００８１】
　このように、表示装置１００では、第２電極１８からの電流が、ピラー２６を介して素
子パネル１０と封止パネル２０との間を２回移動するのに対し、表示装置１では移動回数
を１回に減らすことができる。これにより、第２電極１８から第１周辺電極２５Ａまでの
電流経路の抵抗値が下がり、表示装置１の消費電力を抑えることが可能となる。
【００８２】
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[表示装置の作用・効果]
　また、ここでは、封止パネル２０が第１周辺電極２５Ａを有しているので、素子基板１
１上に有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを形成する際に使用するマスクの枚数が少な
くなる。これにより、ランニングコストの増加および製造時間数の増加を抑え、コストを
下げることができる。
【００８３】
　また、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを形成する際には、素子基板１１上の第２
周辺電極１２Ｃを除去可能な保護膜３１で覆うことにより、マスクを用いずに有機層１６
、高抵抗層１７および第２電極１８を形成することが可能となる。これにより、マスクの
使用に起因した表示不良や、額縁領域の拡大を防ぐことができる。更に、使い捨ての保護
膜３１を用いることにより、よりコストを下げることが可能となる。
【００８４】
　加えて、ピラーを介した素子パネルと封止パネル２０との間の電流の移動回数が減るの
で、第２電極１８から第１周辺電極２５Ａまでの電流経路の抵抗値を下げて、表示装置１
の消費電力を抑えることができる。
【００８５】
　以上のように本実施の形態の表示装置１では、封止基板２１に第１周辺電極２５Ａを形
成するようにしたので、より低いコストで表示装置１を製造することができる。
【００８６】
　以下、上記実施の形態の変形例および他の実施の形態について説明するが、以降の説明
において上記実施の形態と同一構成部分については同一符号を付してその説明は適宜省略
する。
【００８７】
＜変形例１＞
　図２３は、変形例１に係る表示装置（表示装置１Ａ）の断面構成を表したものである。
この表示装置１Ａは、素子パネル１０と封止パネル２０との間に導電性樹脂３０ＡＣを有
するものである。このような表示装置１Ａでは、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの
第２電極１８と補助配線２５とを電気的に接続するためのピラー（図１のピラー２６）の
形成工程を省略することが可能となる。この点を除き、表示装置１Ａは表示装置１と同様
の構成を有し、その作用および効果も同様である。
【００８８】
　導電性樹脂３０ＡＣは、例えば、上記表示装置１の製造工程で用いた充填樹脂３０Ａ（
図２１Ａ等）に導電性の樹脂材料を用いることで形成することが可能である。この導電性
樹脂３０ＡＣの電気抵抗率は、例えば１×１０6Ω・ｍ～１×１０8Ω・ｍであり、この範
囲内の電気抵抗率の導電性樹脂３０ＡＣを用いた場合には、高抵抗層１７の形成工程を省
略するようにしてもよい。また、第２電極１８を設けずに、導電性樹脂３０ＡＣにより、
有機層１６と補助配線２５とを電気的に接続することも可能である。
【００８９】
＜変形例２＞
　図２４は、変形例２に係る表示装置（表示装置１Ｂ）の断面構成を表したものである。
この表示装置１Ｂは、上記表示装置１のピラー２６（図１）に代えて、導電性ボール２６
Ａを有するものである。この導電性ボール２６Ａにより、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，
１０Ｂの第２電極１８と補助配線２５とが電気的に接続される。この点を除き、表示装置
１Ｂは表示装置１と同様の構成を有し、その作用および効果も同様である。
【００９０】
　導電性ボール２６Ａは、例えば直径３μｍ～２０μｍの略球状の導電体であり、例えば
、アクリル樹脂等の樹脂材料の表面を金（Ａｕ）、チタン（Ｔｉ）および銀（Ａｇ）等の
導電性金属材料により被覆したものにより構成されている。表面の被覆は、ＩＴＯおよび
ＩＺＯ等の光透過性の透明導電材料により行うようにしてもよい。透明導電材料を用いる
ことにより、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの発光領域１０ＲＥ，１０ＧＥ，１０
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ＢＥに導電性ボール２６Ａが配置された場合にも、表示装置１Ｂの光学特性への影響を抑
えることができる。導電性ボール２６Ａの直径の大きさにより、素子パネル１０と封止パ
ネル２０との間の距離を調整することも可能である。保護層１９が絶縁性である場合には
、予め形成した保護層１９の接続孔に導電性ボール２６Ａを設ける。
【００９１】
　対向基板２１の全面（素子基板１１との対向面）に、ＩＴＯおよびＩＺＯ等の透明導電
膜を設けて、導電性ボール２６Ａと補助配線２５との電気的接続の信頼性を高めるように
してもよい。対向基板２１の全面に導電膜を設けておくことにより、導電性ボール２６Ａ
が補助配線２５と接していない場合にも、これらが電気的に接続されるようになる。従っ
て、確実に導電性ボール２６Ａと補助配線２５とを電気的に接続させることが可能となる
。
【００９２】
＜変形例３＞
　図２５は、変形例３に係る表示装置（表示装置１Ｃ）の要部の断面構成を表したもので
ある。この表示装置１Ｃでは、カラーフィルタ２３により形成した凸部（凸部２３Ｃ）に
より、封止パネル２０の補助配線２５を素子パネル１０の第２電極１８に接触させている
。この点を除き、表示装置１Ｃは表示装置１と同様の構成を有し、その作用および効果も
同様である。
【００９３】
　非発光領域、即ち遮光層２２のパターンと対向する位置で、隣接する赤色フィルタ２３
Ｒ，緑色フィルタ２３Ｇ，青色フィルタ２３Ｂの端部が互いに重なっている。この赤色フ
ィルタ２３Ｒ，緑色フィルタ２３Ｇ，青色フィルタ２３Ｂの重畳領域では、カラーフィル
タ２３が素子パネル１０側に凸状に盛り上がり、凸部２３Ｃが形成される。これにより、
封止パネル２０側の補助配線２５が素子パネル１０側の第２電極１８に接し、これらが電
気的に接続される。このような表示装置１Ｃではピラーの形成工程を省略することが可能
となる。
【００９４】
＜変形例４＞
　図２６は、変形例４に係る表示装置（表示装置１Ｄ）の要部の断面構成を表したもので
ある。この表示装置１Ｄでは、絶縁膜１５を用いて第２電極１８と補助配線２５とを電気
的に接続している。この点を除き、表示装置１Ｄは表示装置１と同様の構成を有し、その
作用および効果も同様である。
【００９５】
　隣り合う第１電極１４の間の絶縁膜１５の厚みは、第１電極１４の厚みよりも大きく、
絶縁膜１５の表面は、第１電極１４の表面よりも封止パネル２０側にある。この絶縁膜１
５の厚みを利用することで、絶縁膜１５上の第２電極１８を封止パネル２０の補助配線２
５に接触させ、これらの電気的接続を行うことが可能となる。このような表示装置１Ｄで
はピラーの形成工程を省略することが可能となる。
【００９６】
＜第２の実施の形態＞
　図２７は、本技術の第２の実施の形態に係る表示装置（表示装置２）の断面構成を表し
たものである。この表示装置２では、封止パネル２０に、第１周辺電極２５Ａと共に、第
２周辺電極（第２周辺電極１２ＣＡ）が設けられている（後述の図２８）。この点を除き
、表示装置２は表示装置１と同様の構成を有し、その作用および効果も同様である。
【００９７】
　第２周辺電極１２ＣＡは、表示装置１の第２周辺電極１２Ｃと同様に、例えば各々の有
機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに駆動信号を送るための接合パッド電極であり、図２
８に示したように、表示領域１１０の外側に設けられている。第２周辺電極１２ＣＡは、
封止基板２１の周縁のうち、例えば、第１周辺電極２５Ａとは異なる２辺に配置され、封
止パネル２０の補助配線１２ＣＢ（第２配線）に電気的に接続されている。封止パネル２
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０の表示領域１１０内には、例えば表示装置１と同様に、第１周辺電極２５Ａに電気的に
接続された補助配線２５が設けられている。
【００９８】
　一方、表示装置２の素子パネル１０は、各有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０ＢのＴＦ
Ｔ１２に電気的に接続された電極１２Ｅ（導体）を有している（図２７）。図２９に示し
たように、この電極１２Ｅは表示領域１１０の外側に配置されており、例えばＴＦＴ１２
のゲート電極あるいはソース・ドレイン電極と同一工程で形成される。電極１２Ｅを配線
１２Ｂと同じ工程で形成するようにしてもよい。このようなＴＦＴ１２、配線１２Ｂおよ
び電極１２Ｅは、例えばリソグラフィ工程により形成されるため、断線や混線の発生を防
いで、端子間を確実に接続することができる。このような電極１２Ｅには、例えば、アル
ミニウム、銀、銅、金、ニッケル、モリブデン、チタンおよびクロム等の低抵抗の金属材
料を用いることができ、例えば、アルミニウムの表面をモリブデンで覆って電極１２Ｅを
構成することが好ましい。モリブデンは酸化されにくく、電極１２Ｅの信頼性が向上する
。
【００９９】
　表示装置２は、素子基板１１と封止基板２１との間に、電極１２Ｅと補助配線１２ＣＢ
とを電気的に接続するための異方性導電膜（ＡＣＦ：Anisotropic Conductive Film）１
２Ｄ（第２接続部）を有している。これにより、第２周辺電極１２Ｃに接続された配線基
板（図示せず）から、補助配線１２ＣＢ、異方性導電膜１２Ｄおよび電極１２Ｅを介して
各ＴＦＴ１２に駆動信号が伝達されるようになっている。
【０１００】
　異方性導電膜１２Ｄは、電流の流れる方向によって、その抵抗が変化するものである。
例えば、異方性導電膜１２Ｄは、素子基板１１と封止基板２１との積層方向に電流が流れ
る際の抵抗が小さく、かつ、素子基板１１および封止基板２１の面と平行方向には電流が
流れないようになっている。これにより、各有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに駆動
電流を伝達して、これらを表示素子として機能させることが可能となる。異方性導電膜１
２Ｄは、例えば熱硬化性樹脂に導電性を有する微細な金属粒子を混合させたものにより構
成されている。この金属粒子は、例えば、直径５μｍ～１５μｍの球状の粒子であり、中
心部から外周に向かい、ニッケル層、金メッキ層および絶縁層をこの順に有している。接
続端子間（補助配線１２ＣＢと電極１２Ｅとの間）にこのような導電性粒子を含む熱硬化
性樹脂を設けた後、これを加熱しながら加圧する。加熱は例えばヒーター等を用いて行い
、加圧には例えばゴムなどの弾性を有するパッドを使用する。端子が設けられた位置は基
板面から凸状に盛り上がっているので、このように加圧すると、端子と対向する位置の導
電性粒子に強く圧力がかかり、導電性粒子が重なりながら接する。これにより、導電性粒
子のメッキ層同士がつながり、導電経路が形成される。一方、端子以外の部分の導電性粒
子では、その絶縁層により粒子間の絶縁性が維持される。このようにして、異方性導電膜
１２Ｄの異方性が形成される。異方性導電膜１２Ｄに代えて、ペースト状の異方性導電材
料（異方性導電ペースト（ＡＣＰ：Anisotropic Conductive Paste））を用いるようにし
てもよい。異方性を有する導電性ボール（図２４）により補助配線１２ＣＢと電極１２Ｅ
とを電気的に接続するようにしてもよく、カラーフィルタ２３の凸部（図２５）あるいは
絶縁膜１５（図２６）によりこれらを電気的に接続するようにしてもよい。
【０１０１】
　表示装置２は、例えば、以下のようにして製造する（図３０、図３１）。まず、素子基
板２１上に、ＴＦＴ１２、層間絶縁膜１２Ａ、配線１２Ｂ、電極１２Ｅおよび平坦化層１
３を形成する。次いで、平坦化層１３上に第１電極１４および絶縁膜１５を設けた後、図
３０に示したように、電極１２Ｅを保護膜３２で覆う。保護膜３２は、電極１２Ｅと有機
層１６、高抵抗層１７および第２電極１８との接触を防ぐためのものであり、保護膜３２
には上記表示装置１の製造工程で説明した保護膜３１（図８Ｂ）と同様のものを用いるこ
とができる。保護膜３２に代えて、エリアマスク（図示せず）を用いるようにしてもよい
。保護膜３２を設けた後、表示装置１と同様にして、有機層１６、高抵抗層１７、第２電
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極１８および保護層１９を形成する。一方、封止基板２１には第１周辺電極２５Ａに加え
て、第２周辺電極１２ＣＡおよび補助配線１２ＣＢを形成する。補助配線１２ＣＢは、例
えば、補助配線２５と同一工程で形成することができる。このように、同一工程で複数の
配線（補助配線１２ＣＢ，２５）を形成することにより、生産性が向上し、コストを抑え
ることができる。遮光層２２、カラーフィルタ２３およびオーバーコート層２４は、上記
表示装置１で説明したのと同様にして封止基板２１に形成すればよい。このようにして形
成した封止パネル２０と素子パネル１０とを例えば、ＯＤＦ工程（図２１Ａ～図２１Ｃ）
を用いて貼り合わせ、封止パネル２０の第１周辺電極２５Ａおよび第２周辺電極１２ＣＡ
が露出するように素子基板１１を切断する（図３１）。以上の工程により、表示装置２が
完成する。
【０１０２】
　このように、表示装置２では第２周辺電極１２ＣＡを封止パネル２０に設けるようにし
たので、有機層１６、高抵抗層１７および第２電極１８の形成工程でのマスクの使用枚数
を減らすことができる。よって、ランニングコストの増加および製造時間数の増加を抑え
、コストを下げることができる。また、保護膜３２を用いることにより、マスクを用いる
ことなく、有機層１６、高抵抗層１７および第２電極１８を形成することも可能であり、
マスクの使用に起因した表示不良や、額縁領域の拡大を防ぐこともできる。
【０１０３】
＜第３の実施の形態＞
　図３２は、本技術の第３の実施の形態に係る表示装置（表示装置３）の断面構成を表し
たものである。この表示装置３は、素子基板２１側から光を取り出す、ボトムエミッショ
ン型の表示装置である。この点を除き、表示装置２は表示装置１と同様の構成を有し、そ
の作用および効果も同様である。
【０１０４】
　表示装置３の素子パネル１０は、各有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに対向する位
置に開口１３Ｍを有しており、この開口１３Ｍを通じて有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１
０Ｂで発生した光が取り出されるようになっている。開口１３Ｍは、例えば、平坦化層１
３および層間絶縁膜１２Ａを貫通している。本実施の形態では、表示装置１と同様に、補
助配線２５に電気的に接続された第１周辺電極２５Ａが封止パネル２０に設けられている
。これにより、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの形成時のマスクの使用枚数を減ら
し、コストを抑えることができる。また、素子パネル１０側に第１周辺電極１２５がある
場合（図９の表示装置１００）と比べて、素子パネル１０の設計負荷が減るので、開口１
３Ｍの開口率を高めることができる。よって、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの輝
度を向上させることが可能となる。
【０１０５】
　表示装置３では、素子パネル１０側から光が取り出されるので、封止パネル２０をより
自由に設計することが可能となる。例えば、発光領域（図４の発光領域１０ＲＥ，ＧＥ，
ＢＥ）に補助配線２５およびピラー２６を設けるようにしてもよく、あるいは、封止基板
２１の全面に導電膜を設けて補助配線２５を構成するようにしてもよい。
【０１０６】
　図３３に示したように、表示装置３の第２周辺電極（第２周辺電極１２ＣＡ）を封止パ
ネル２０に設けるようにしてもよい。
【０１０７】
（適用例）
　以下、上記のような表示装置（表示装置１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，２，３）の電子
機器への適用例について説明する。電子機器としては、例えばテレビジョン装置，デジタ
ルカメラ，ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオ
カメラ等が挙げられる。言い換えると、上記表示装置は、外部から入力された映像信号あ
るいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子
機器に適用することが可能である。
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【０１０８】
（モジュール）
　上記表示装置は、例えば図３４に示したようなモジュールとして、後述の適用例１～７
などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、素子パネル１０また
は封止パネル２０の一辺に、封止用基板２１または素子基板１１から露出した領域６１を
設け、この露出した領域６１に、信号線駆動回路１２０、走査線駆動回路１３０および電
源線供給回路１４０の配線を延長して外部接続端子（第１周辺電極および第２周辺電極等
）を形成したものである。この外部接続端子には、信号の入出力のためのフレキシブルプ
リント配線基板（ＦＰＣ；Flexible Printed Circuit）６２が設けられていてもよい。
【０１０９】
（適用例１）
　図３５Ａおよび図３５Ｂはそれぞれ、上記実施の形態の表示装置が適用される電子ブッ
クの外観を表したものである。この電子ブックは、例えば、表示部２１０および非表示部
２２０を有しており、この表示部２１０が上記実施の形態の表示装置により構成されてい
る。
【０１１０】
（適用例２）
　図３６は、上記実施の形態の表示装置が適用されるスマートフォンの外観を表したもの
である。このスマートフォンは、例えば、表示部２３０および非表示部２４０を有してお
り、この表示部２３０が上記実施の形態の表示装置により構成されている。
【０１１１】
（適用例３）
　図３７は、上記実施の形態の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表したも
のである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル３１０およびフィルターガ
ラス３２０を含む映像表示画面部３００を有しており、この映像表示画面部３００は、上
記実施の形態の表示装置により構成されている。
【０１１２】
（適用例４）
　図３８Ａ，図３８Ｂは、上記実施の形態の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観
を表したものである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部４１０、表
示部４２０、メニュースイッチ４３０およびシャッターボタン４４０を有しており、この
表示部４２０が上記実施の形態の表示装置により構成されている。
【０１１３】
（適用例５）
　図３９は、上記実施の形態の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータの
外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５１０
，文字等の入力操作のためのキーボード５２０および画像を表示する表示部５３０を有し
ており、この表示部５３０が上記実施の形態の表示装置により構成されている。
【０１１４】
（適用例６）
　図４０は、上記実施の形態の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したもので
ある。このビデオカメラは、例えば、本体部６１０，この本体部６１０の前方側面に設け
られた被写体撮影用のレンズ６２０，撮影時のスタート／ストップスイッチ６３０および
表示部６４０を有している。そして、この表示部６４０が上記実施の形態の表示装置によ
り構成されている。
【０１１５】
（適用例７）
　図４１Ａ，図４１Ｂは、上記実施の形態の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表
したものである。この携帯電話機は、例えば、上側筐体７１０と下側筐体７２０とを連結
部（ヒンジ部）７３０で連結したものであり、ディスプレイ７４０，サブディスプレイ７
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５０，ピクチャーライト７６０およびカメラ７７０を有している。そして、これらのうち
のディスプレイ７４０またはサブディスプレイ７５０が、上記実施の形態の表示装置によ
り構成されている。
【０１１６】
　以上、実施の形態および変形例を挙げて本技術を説明したが、本技術はこれら実施の形
態等に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態等では、全ての有
機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂが共通の有機層１６を有する場合を例に挙げて説明し
たが、有機層１６のうちの少なくとも一つの層が有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに
共通していればよい。例えば、図４２に示したように、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇに赤
色発光層１６Ｒ，緑色発光層１６Ｇを各々設け、青色発光層１６Ｂを有機発光素子１０Ｒ
，１０Ｇ，１０Ｂに共通に設けるようにしてもよい。また、発光層を有機発光素子１０Ｒ
，１０Ｇ，１０Ｂ毎に塗り分け、正孔注入層等を有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに
共通に設けるようにしてもよい。
【０１１７】
　更に、上記実施の形態等では、赤色発光層、緑色発光層および青色発光層を積層させて
白色光を発生させる場合について説明したが、発光層の構成はどのようなものであっても
よく、例えば、青色発光層と黄色発光層とを積層させるようにしてもよい。
【０１１８】
　加えて、上記実施の形態等では、カラーフィルタ２３として赤色フィルタ２３Ｒ，緑色
フィルタ２３Ｇ，青色フィルタ２３Ｂを設けて、赤色画素、緑色画素および青色画素を配
置する場合について説明したが、これらに、黄色画素または白色画素を加えるようにして
もよい。これにより輝度を向上させることができる。
【０１１９】
　更にまた、上記実施の形態等では、高抵抗層１７を設ける場合について説明したが、高
抵抗層を設けずに有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを構成することも可能である。ま
た、オーバーコート層２４を省略するようにしてもよい。
【０１２０】
　加えてまた、上記実施の形態等において説明した各層の材料および厚み、または成膜方
法および成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、ま
たは他の成膜方法および成膜条件としてもよい。また、上記実施の形態等において説明し
た全ての構成要素を備える必要はなく、また、他の構成要素を更に備えていてもよい。
【０１２１】
　なお、本技術は以下のような構成を取ることも可能である。
（１）表示領域内に、第１電極と第２電極との間に有機層を含む複数の発光素子を有する
第１基板と、前記発光素子を間にして前記第１基板に対向する第２基板と、前記第２基板
のうち、前記表示領域の外側に設けられた第１周辺電極と、前記第２基板に設けられると
共に、前記第１周辺電極に電気的に接続された第１配線と、前記第１配線と前記発光素子
とを電気的に接続する第１接続部とを備えた表示装置。
（２）前記第２電極は、前記有機層と前記第２基板との間に前記複数の発光素子に共通し
て設けられると共に、前記第１接続部に電気的に接続されている前記（１）に記載の表示
装置。
（３）更に、前記第２基板の、前記表示領域の外側に設けられた第２周辺電極と、前記第
２基板に設けられると共に、前記第２周辺電極に電気的に接続された第２配線と、前記第
２配線と前記発光素子とを電気的に接続する第２接続部とを有する前記（１）または（２
）に記載の表示装置。
（４）前記第２周辺電極は、前記発光素子に駆動信号を伝達する制御部に電気的に接続さ
れ、前記第１電極は、前記有機層と前記第１基板との間に各々の発光素子毎に設けられる
と共に、前記第２接続部に電気的に接続されている前記（３）に記載の表示装置。
（５）前記第２接続部は、前記第１基板の表示領域の外側に設けられた導体と、前記導体
と前記第２配線との間の異方性導電膜とを含む前記（４）に記載の表示装置。
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（６）前記第１電極は、前記第１基板に設けられたＴＦＴを介して前記第２接続部に電気
的に接続されている前記（４）または（５）に記載の表示装置。
（７）前記有機層のうちの少なくとも一層は、前記複数の発光素子に共通して設けられて
いる前記（２）乃至（６）のうちいずれか１つに記載の表示装置。
（８）前記有機層は発光層を含み、前記発光層のうちの少なくとも一層が前記複数の発光
素子に共通して設けられている前記（２）乃至（７）のうちいずれか１つに記載の表示装
置。
（９）前記発光層からの光は、前記第２基板側から取り出され前記（１）乃至（８）のう
ちいずれか１つに記載の表示装置。
（１０）前記第１接続部は、隣り合う前記発光素子の間の非発光領域に設けられている前
記（１）乃至（９）のうちいずれか１つに記載の表示装置。
（１１）前記第１接続部は導電性ピラーにより構成されている前記（１）乃至（１０）の
うちいずれか１つに記載の表示装置。
（１２）前記第１接続部は導電性ボールにより構成されている前記（１）乃至（１０）の
うちいずれか１つに記載の表示装置。
（１３）前記第１接続部は前記第２電極と第２基板との間の導電性樹脂により構成されて
いる前記（１）乃至（１０）のうちいずれか１つに記載の表示装置。
（１４）前記第２基板は互いに異なる波長の光を透過する複数のカラーフィルタを有し、
前記第１接続部では、前記複数のカラーフィルタにより形成された凸部により前記第１配
線と前記発光素子とが電気的に接続されている前記（１０）に記載の表示装置。
（１５）隣り合う前記発光素子の間に絶縁膜を有すると共に、前記絶縁膜上には前記第２
電極が延在し、前記第１接続部では、前記第２電極を間にして前記絶縁膜と前記第１配線
とが接している前記（１０）に記載の表示装置。
（１６）表示装置を備え、前記表示装置は、表示領域内に、第１電極と第２電極との間に
有機層を含む複数の発光素子を有する第１基板と、前記発光素子を間にして前記第１基板
に対向する第２基板と、前記第２基板のうち、前記表示領域の外側に設けられた第１周辺
電極と、前記第２基板に設けられると共に、前記第１周辺電極に電気的に接続された第１
配線と、前記第１配線と前記発光素子とを電気的に接続する第１接続部とを含む電子機器
。
（１７）第１基板上の表示領域に、第１電極と第２電極との間に有機層を含む複数の発光
素子を形成し、第２基板に、第１配線と前記表示領域の外側に設けられると共に前記第１
配線に電気的に接続された第１周辺電極とを形成し、前記発光素子を間にして前記第１基
板に前記第２基板を対向させ、前記第１配線と前記発光素子とを第１接続部により電気的
に接続する表示装置の製造方法。
（１８）前記第１基板の表示領域の外側に第２周辺電極を形成した後、前記第２周辺電極
を保護膜で覆い、前記発光素子を形成した後、前記保護膜を除去し、前記第２周辺電極を
前記発光素子に信号を伝達する制御部に電気的に接続する前記（１７）に記載の表示装置
の製造方法。
（１９）前記第１基板の表示領域の外側に導体を形成した後、前記導体を保護膜で覆い、
前記発光素子を形成した後、前記保護膜を除去し、前記第２基板の表示領域の外側に第２
周辺電極を形成し、前記導体を、前記第２周辺電極を介して前記発光素子に信号を伝達す
る制御部に電気的に接続する前記（１７）に記載の表示装置の製造方法。
【符号の説明】
【０１２２】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，２，３・・・表示装置、１０・・・素子パネル、１０Ｒ
，１０Ｇ，１０Ｂ・・・有機発光素子、１１・・・素子基板、１２・・・ＴＦＴ、１２Ａ
・・・層間絶縁膜、１２Ｂ・・・配線、１２Ｃ，１２ＣＡ・・・第２周辺電極、１２Ｄ・
・・異方性導電膜、１２Ｅ・・・電極、１３・・・平坦化層、１４・・・第１電極、１５
・・・絶縁膜、１６・・・有機層、１７・・・高抵抗層、１８・・・第２電極、１９・・
・保護層、２０・・・封止パネル、２１・・・封止基板、２２・・・遮光層、２３・・・
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カラーフィルタ、２４・・・オーバーコート層、２５，１２ＣＢ・・・補助配線、２５Ａ
・・・第１周辺電極、１１０・・・表示領域、１２０・・・信号線駆動回路、１３０・・
・走査線駆動回路、１４０・・・電源供給線駆動回路、１５０・・・画素駆動回路。
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